
Bienvenue chez O-Leading
O-Leading s'engage à être le partenaire de la solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y
compris la conception de PCB, la fabrication de PCB et l'assemblage de PCB (PCBA). Nous fournissons
certaines des technologies de PCB les plus avancées, y compris les PCB HDI, les PCB multicouches, les PCB
rigides et flexibles.Nous sommes en mesure de prendre en charge le prototype à rotation rapide jusqu'à la
production moyenne et de masse. OEM Pcb prototype fabricant chine

De manière générale, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: réponse rapide, prix
compétitif et engagement qualité. Fournir un service technique plus précieux et une solution globale est la
voie à suivre pour les O-leaders. 

En regardant vers l'avenir, O-Leading se concentrera sur l'innovation et le développement de la
technologie de production électronique comme toujours et déploiera des efforts constants sur le service
unique de PCB et PCBA pour fournir des services de première classe et créer plus de valeur pour nos
clients.

Description du produit
Info rapide

Lieu d'origine Guangdong, Chine (continent) marque O-chef

Matériel de base FR-4, aluminium Épaisseur de
cuivre

0,5 onces-5 onces

Taille de trou
min.

0,2 mm Largeur de trait
min.

0,2 mm

Finition de
surface

plongée or, OSP, HASL sans
plomb

Espacement de
ligne min.

0,2 mm

applicable à led, téléphone portable,
climatiseurs, machines à laver

caractère  PCB de contrôle industriel

agréé ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS

poids 0,01 kg -5 kg MOQ 10 pièces
Numéro de
modèle 

pcba fabricant pcb assemblage
puissance banque 

Épaisseur de la
carte 0.1-5mm 

Couleur bleu, rouge, vert, noir. jaune prix 0,1 $ à 10 $ 
type desigh exigence du client taille 0.01m3-10m3 

Pays d'origine:Chine PCB rigide-flexible fabricant

Capacité de production

16 ans de production professionnelle de cartes PCB OEM

 

article 2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
volume champion volume champion volume champion

Niveaux de comptage 32 42 38 44 42 48
Espace ligne / min (μm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35

https://www.o-leading.com/fr/about-us.html
http://www.o-leading.com/news/china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer-Custom-Circuit-Boards-china.html


Trou min
diamètre (mm) 00h15 00h10 00h15 00h10 00h15 00h10

proportions 
par PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + C + N 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Interconnexion de n'importe quelle couche 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Remplissage de plaque par OUI - OUI - OUI -
Épaisseur de noyau min. (Hors cuivre)
(μm) 50 40 40 30 40 30

Diamètre min du foret laser (μm) 75 65 65 50 50 40
Rue enterrée 
trou / empilé OUI - OUI - OUI -

matière FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.
PCB de condensateur intégré
 OUI - OUI - OUI -

Processus de surface
HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion,
 Or flash, placage à l'or, placage à l'or dur sélectif, 
Masque soudable, encre carbone



  

Notre équipe







certifications







Emballage et livraison



 Capacité de processus
Caractéristiques de production de PCB
Nombre de couches: 1 couche-32 couches
Épaisseur de cuivre fini: 1 / 3oz-12oz
Largeur de ligne minimale / espacement interne: 3.0mil / 3.0mil
Largeur de ligne minimale / espacement externe: 4.0mil / 4.0mil
Rapport d'aspect maximum: 10: 1
Épaisseur du panneau: 0,2 mm à 5,0 mm
Taille maximale du panneau (pouces): 635 * 1500 mm
Taille minimum du trou: 4mil
Tolérance de trou réglable: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (types AII): OUI
Via Fill (conducteur, non conducteur): OUI
Matériau de base: FR-4, FR-4hg Tg. Matériau sans halogène, Rogers, Base en aluminium,polyimide,
              Cuivre lourd
Finitions de surface: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, argent mmmm,Étain d'immersion, doigts dorés, encre de
carbone



Capacité de production SMT
Matériau PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, carte à base d'aluminium
Taille maximale du PCB: 510x460mm
Taille minimale du PCB: x 50x50mm
Épaisseur du PCB: 0,5 mm à 4,5 mm
Épaisseur du panneau: 0,5-4 mm
Dimensions minimales des composants: 0201
Composant de taille de puce standard: 0603 et plus
Hauteur maximale des composants: 15 mm
Pas de plomb minimum: 0,3 mm
Pas de balle BGA min: 0,4 mm
Précision de positionnement: +/- 0,03 mm


